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Este inventa se refiere, en términos ge­
nerales, a un aparato perfeccionado para soldadura blanda, por 
fusión o soldadura fuerte. De modo más especifico, y con rela­
ción a una modalidad de preferencia, este invento se refiere a 
un aparato que utiliza un método perfeccionado de soldadura blan 
da que se caracteriza porque el objeto sobre el que se realiza 
la operación de soldadura blanda se calienta a una temperatura 
apropiada para la operación de soldadura condensando sobre el 
mismo vapores calientes saturados de fluidos específicos, sien­
do el método particularmente útil para realizar una pluralidad 
de operaciones simultáneas de soldadura blanda, como la soldadu­
ra blanda por reflujo o la soldadura blanda por ondaa sobre una 
cadena de placas de circuitos impresos. El efecto del invento 
puede mejorarse interponiendo entre la mesa primaria de vapor 
saturado y la atmósfera una masa secundaria de vapor de un se­
gundo liquido especifico, relativamente barato, para reducir o 
prácticamente eliminar las pérdidas a la atmósfera de vapores 
de la masa primaria de vapor. El método y aparato son particu­
larmente útiles para realizar una pluralidad de operaciones de 
soldadura simultáneas, por ejemplo soldadura blanda por reflujo 
o soldadura blanda por ondaa sobre una cadena de placas de cir­
cuitos impresos.

El presente invento tiene aplicación 
particular a operaciones de soldadura blanda, fusión o soldadu­
ra fuerte que exijan la aplicación de calor al articulo sobre 
el que se ha de realizar la operación, para elevar su temperatu­
ra.

Aunque el presente invento no ha de in­
terpretarse limitado a soldadura blanda,'sus principios funda­

mentales se comprenderán con mayor facilidad en el contexto de
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la soldadura blanda.
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Las operaciones do soldadura blanda, 
exigen que los elementos que se han de soldar se calientes a una 
temperatura suficientemente elevada para fundir el material de 
soldadura sobre el mismo, protegiéndose dichos elementos contra 
la oxidación durante la fase de soldadura.

Tradicionalmente, se ha utilizado el so¿ 
dador de tipo bien conocido, depositándose sobre los elementos 
que se deseaban soldar una capa de fundentes sobre las zonas de 
soldadura para evitar la oxidación durante la fase de soldadu­
ra. La técnica de soldadura oon soldador no es apropiada a las 
operaciones masivas de soldadura blanda rápidas en las que, por 
ejemplo, un solo circuito impreso puede tener muchaa conexiones 
separadas a corta distancia que se desean soldar con estaño.

Se ha hecho numerosas sugerencias reapec 
to a métodos de soldadura blanda que mejoran la técnica tradi­
cional de soldadura con soldador y que están adaptados a las 
exigenoias de soldadura blanda en masa.

Así, la patente EE. UU. de A. 3.359.132 
(1967)de Wittnann describe un procedimiento para recubrir con 
suelda, placas o tarjabas de circuitos impresos que se caracte­
rizan porque una capa de aceite de cacahuete flota sobre un ba­
ño de suelda fundida. Una placa de circuito, a la que se ha do­
tado de una capa de fúndete, se suspende cerca de la superficie 
del aceite de cacahuete caliente y se mantiene en dicha posi­
ción para que se calienta previamente por una combinación de 
radiación y convección de aire. Después, la placa se hace des­
cender a través de la capa de aceite de cacahuete caliente in­
troduciéndose en el baño de suelda fundida donda tiene lug3r la 
soldadura blanda.30.
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Uno de los objetos de este invento es 
proporcionar un método perfeccionado para soldadura blanda, por 
íuaión o soldadura fuerte, particularmente para operaciones en 
cadena rápidas y económicas.

Otros objetos adicionales de este inven­
te resultarán evidentes en el curso de la descripción-que sigue 
tosasndo como referencia los dibujos adjuntos y las reivindica­
ciones adjuntas.

13.

20 ,

Expuestos brevemente, los objetos cita­
dos pueden conseguirse haciendo hervir continuamente un liquido 
que tiene un punto de ebullición por lo menos igual a la tempe­
ratura a la que se ha de ra&lizar la soldadura blanda, por fu­
sión ó soldadura fuerte, para establecer de este modo una masa 
de vapor saturado caliente en equilibrio con el liquido hirvien- 
te, introduciendo en los vapores calientes saturados dal arti­
culo que se ha de someter a dicha operación de soldadura blanda 
por fusión ó soldadura fuerte, condensando sobre dicho objeto 
una parte de los vapores saturados calientes para calentar el 
articulo a la temperatura deseada por transferencia del calor 
de evaporación de los vapores condensados al objetq, y lleván­
dose a cabo la última fase antes de realizarse la operación de 
soldadura blanda, por fusión o soldadura fuerte, o simultánea­
mente con dicha fase. De un modo más especifico, cuando se suel­
dan componentes eléctricos a la placa de un circuito impreso, se 
elige un liquido no oonductor, químicamente estable e inerte que 
tenga un punto de ebullición por encima de la temperatura de sol 
dadura. Los vapores del liquido son antioxidantes, y el conden­
sa do tiene convenientemente la propiedad de barrer cualquier 
suciedad del, objeto.

30 „ No obstarle, en práctica de dicho
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perfeccionaMiento, ocurre que algunos de los vapores saturados 
del líquido de transferencia térmica se pierden a la atmósfera, 
donde el proceso de elaboración está abierto a la atmósfera. El 
liquido de transferencia térmica empleado actualmente en la 
práctica de una modalidad de preferencia de este perfeccionamien 
to es un polixipropileno fluorado, como el que vende E. I.
DuPont de Nemours & Co. bajo su marca registrada "FBEON E5", 
cuyo liquido es actualmente muy costoso en las listas de precio 
actuales. Por consiguiente, las perdidas de vapores a la atmós­
fera representan una carga ecónomica contra dicho perfecciona­
miento según se práctica actualmente, por lo que es convenien­
te reducir o eliminar dichas pérdidas.

Otro aspecto adicional de este invento 
es proporcionar una operación de soldadura blanda a gran velo­
cidad mejorada y económica para placas de circuitos impresos 
que evita el deterioro por calor de las placas de los circuitos 
impresos asi como de los componentes eléctricos sensibles colo­
cados sobre dichas placas, y que reduce o elimina prácticamente 
la pérdidas de líquidos de transferencia térmica relativamente 
costosos a la atmósfera.

Refiriéndonos ahora a los dibujos, donde 
los números iguales representan partas semejantes en las figuras 
1-4 y en las figuras 6-7, respectivamente:

La figura 1, representa esquemáticamen­
te una vista parcialmente en sección, en aludo, de un aparato 
para poner en práctica el presente invento sobre un solo obje­
to o un lote de objetos.

La figura 2, representa esquemáticamen­
te una vista parcialmente en sección y en alzado del aparato pa­
ra poner en práctica el presente invento sobre una cadena de
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objetos en continuo movimiento.
La figura 3, representa esquemáticamen­

te una vista parcial en sección y en alzado del aparato en el 
que una cadena de objetos en continuo movimiento sé suelda por 
ondas según el presente invento.

La figura 4, representa una vista en 
planta del aparato de las figuras 2 y 3 .

La figura 5., representa esquemáticamen­
te una vista seccionada parcialmente y en alzado de un aparato 
para poner en práctica el presente invento sobre un solo obje­
to o una partida de objetos.

La figura 6 , representa esquemáticamente 
una vista parcialmente en sección y en alzado del aparato para 
poner en práctica el presente invento sobre una cadena de obje­
tos en continuo movimiento.

La figura 7; representa esquemáticamen­
te una vista seccionada parcialmente y en alzado del aparato 
en el que una cadena de objetos en continuo movimiento se suel­
da por ondas según el presente invento.

En la modalidad ilustrada en la figura 
1 , el recipiente 1 está provisto de serpentines calentadores 2, 
da funcionamiento preferentemente eléctrico, adyacentes a su 
extremo inferior y serpentines de enfriamiento 3 , que reciben 
medio refrigerante circulatorio desde una fuente no ilustrada, 
adyacentes a su parte superior. Los serpentines calentadores 2 
pueden suplementarse con una fuente externa de calor aplicado 
al recipiente 1 , por ejemplo una placa caliente (no ilustrada) 
El liquido de transferencia térmica 4 se introduce en el reci­
piente 1 hasta el nivel indicado y se pone y mantiene en su pun 
to de ebullición por medio de los serpentines calentadores 2<r
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Loa vapores calientes saturados procedentes del liquido de trans 
ferencia térmica hirviente 4 llenan el recipiente 1 hasta apro­
ximadamente el nivel de los serpentines enfriadores?, sepán in­
dica esqumíticamente la linea imaginaria 5, condensando dichos 
serpentines enfriadores 3 el vapor a este nivel y desaguándose 
el condensado de nuevo a la parte inferior del recipiente 1 . Los 
vapores calientes saturados, segán se veré más adelante, son 
más densos que el aire y este hechoí junto con la acción de los 
serpentines enfriadores 3 , sirve para mantener el nivel supe­
rior de los vapores calientes saturados a un punto que no esté 
por encima del nivel aproximado de la linea imaginaria 5, y por 
lo tanto, se evita que los vaporea calientes saturados o cual­
quier parte sustancial de los mismos escapen del recipiente 1 .

El elevado régimen de transferencia tér­
mica desde los vaporea condensados hasta la placa 6 , que permi­
te realizar la operación de soldadura blanda rápidamente, da por 
resultado una exposición de duración relativamente corta de la 
placa 6 y los componentes eléctricos unidos a la temperatura 
elevada de soldadura blanda, y por lo tanto, evita el deterioro 
por calor de dicha placa 6 y de los componentes eléctricos, que 
de otro modo podría ocurrir con una exposición més prolongada 
a dicha temperatura elevada. Con una capacidad de generación de 
vapor adecuada del aparato/y se comprenderé que los serpenti­
nes calentadores 2, y los medios auxiliares de calentamiento 
como es la placa caliente, ai se emplean, tienen el tamaño ne­
cesario para poder mantener el nivel del vapor caliente saturado 
hasta aproximadamente la linea imaginaria 5 cuando la placa 6 , 
se introduce en dicho vapor caliente saturado), los tiempos de 
soldadura pueden ser del orden de aproximadamente de 5" con pla­
cas ligeras normales y componentes con baja capacidad térmica
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hasta aproximadamente 40" con placas gruesas normales y componen 
tes con elevada capacidad térmica. Los vapores que se condensan 
sobre la placa de circuito impreso 6 se desaguaran de nuevo en 
la masa de liquido de transferencia térmica 4 en la parte infe­
rior del recipiente 1 y, al hacerlo asi, pueden disolver o arras 
trar grasa o suciedad, o materia similar, que pudiera encontrar­
se sobre la placa de circuito impreso 6. Se observará que el 
liquido de transferencia térmica 4 se destila continuamente que 
no permanecen contaminantes no volátiles en la masa de liquido 
4, y que los vapores que se condensan sobre la placa 6 son re­
lativamente limpios. Los vapores calientes saturados, al ser 
antioxidante, pueden eliminar algunos casos la necesidad de em­
plear fundente en la placa de circuito impreso 6. Después que la 
suelda se ha fundido o refluido, la placa de circuito impreso 
6 puede retirarse del recipiente 1 y enfriarse.

Aunque la operación descrita anterior­
mente con relación a la figura 1 se ha basado en la soldadura 
blanda de una placa de oircuito impreso 6 , se comprenderá que 
una partida de placas de circuito impreso 6 puede introducirse 
de una vez en el recipiente 1 para soldadura blanda simultáneav

E1 aparato según se ilustra en general 
en la figura 1 funcionó con éxito según el presente invento.
Una jarra de Pyrex^ de aproximadamente 30,5 cm de diámetro y 
45,7 cm de altura estaba provista de calentadores de inmersión 
de 500 w suplementados por una placa caliente de 1600 W, y un 
serpentín de cobre refrigerado por agua, de 6 espiras, se co­
locó en el interior de la jarra alrededor de la circunferencia 
en la parte superior para condensar vapores, teniendo el ser­
pentín una temperatura del orden de 49-712C proporcionando de 
este modo una zona de vapor por encima del fondo de la jarra de
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aproximadamente 31*8 cm* Se introduzco FREONE 5 líquido en la 
jarra para cubrir los calentadores de Inmersión hasta una pro­
fundidad apropiada y se puso entonces a su temperatura de ebu­
llición, llenando de este modo la jarra con los vapores calien­
tes saturados de FREONE 5. Una placa de circuito impreso de car­
pas múltiples, con componentes eléctricos montados en la misma 
para soldadura blanda, con plantillas de suelda y fundente apro­
piado, se introdujo en los vapores calientes saturados y se man­
tuvo en dicha posición hasta que las plantillas o formaciones de 
suelda se fundierón y efectúarón una soldadura de los component- 
tes eléctricos a la placa de capas múltiples. Se obtuvierón cong 
xiones soldadas de excelente oalidad.

Se comprenderé que la modalidad de la 
figura 1, se puede utilizar, sin modificación, para efectuar 
fusión de suelda sobre una placa. La placa con la capa de suel­
da para fusión recibió fundente y simplemente se introdujo en­
tonces en los vapores calientes saturados y se mantuvo en los 
mismos hasta que se calentó por condensación de los vapores, 
fundiéndose las capas de suelda a la temperatura de los vapores 
calientes.

Se comprenderé además que las modalida­
des de la figura 1, se pueden utilizar para soldadura fuerte, 
sin otra modificación que la de elegir un líquido de transferen­
cia térmica apropiado 4, eligiéndose dicho liquido de transfe­
rencia térmica 4 con un punto de ebullición por lo menos igual, 
y preferiblemente superior, a la temperatura de soldadura fuerte. 
Las partes que se han de soldar se introducen en los vapores ca­
lientes saturados hasta que tiene lugar la soldadura.

En la modalidad de la figura 2, el re­
cipiente 8 esté provisto de conductos de entrada y salida 9 y
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10 en sus extremos opuestos. Los serpentines de enfriamiento 11 
y 12 están previstos en los conductos 9 y 10, respectivamente, 
seg&n se ilustra, y reciben medios refrigerantes circulatorios 
desde una fuente no ilustrada.

El dispositivo transportador 13, desti­
nado a transportar los objetos 14 que se han de soldar con sóida 
dura blanda, por fusión o con soldadura fuerte, introdiendolos 
y sacándolos del recipiente 8 , atraviesa el serpertín enfriador
11 y el conducto de entrada 9 al interior del recipiente 8 y 
sale a través del serpentín enfriador 12 y el conducto de sali­
da 10. Se utilizan medios de transmisión, no ilustrados, para 
mover continuamente loa medios transportadores 13 introducién­
dolos y sacándolos del recipiente 8, y se utilizan medios de 
guias normales, no ilustrados, para guiar loa medios transpor­
tadores 13 en el trayecto deseado.

La modalidad de la figura 3, que es par­
ticularmente idónea para operaciones de soldadura blanda por 
ondas en cadena sobre una linea continuamente en movimiento de 
placas de circuito impreso o similares, es semejante a la moda­
lidad de la figura 2, pero se ha añadido una pared o rebosade­
ro 15 que limita a una onda o manantial de suelda generado de 
una forma normal según se indica esquemáticamente. Se citan ejem 
píos de ondas o manantiales de suelda por ejemplo en la paten­
te EE. UU. de A. 3.536.243 (1970) de Higgins, patente EE. UU. de 
A. 3.612.388 (1971) de Wagener y patente EE. UU. de A. 3.726.
465 (1973) de Boyton. Se comprenderá que en una onda o manantial 
de suelda, la onda 16 de suelda fundida se proyecta en sentido 
ascendente más allá de la estructura adyacente según se ilustra 
esquemáticamente en la figura 3 .

Se observará por las figuras 1-4 que
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las operaciones descritaa anteriormente, en lea modalidades pre­
ferentes, se llevan a cabo a presión atmósferica, o prácticamen­
te a presión atmósferica. El presente invento no queda limitado 
a la operación a presión atmósferica y puede realizarse a pre­
siones inferiores o superiores a la presión atmósferica, eligían 
do8e el liquido de transferencia térmica 4 con un punto de ebu­
llición a la presión elegida de operación por lo menos igual a 
la temperatura a la que se ha de realizar la operación.

En la modalidad ilustrada en la figura 5, 
el reciiente 51 está abierto a la atmósfera, está provisto de 
un serpentín calentador 52, que puede funcionar por ejemplo elóc 
tricamente, adyacente a su extremo inferior; un juego primario 
de serpentines enfriadores 53 intermedios a la parte superior 
y fondo del recipiente 1 y que reciben medio;refrigerante cir­
culatorio de una fuente no ilustrada, y un juego secundario de 
serpentines enfriadores 54 adyacentes a la parte superior de los 
recipientes 51 y que reciben medio refrigerante circulatorio 
desde una fuente no ilustrada. El juego secundario de serpenti­
nes enfriadores 54 funciona a una temperatura baja que el jue­
go primario de serpentines enfriadores 53.

El serpentín calentador 52 puede estar 
suplementado por una fuente extema de calor aplicada al reci­
piente 51, por ejemplo una placa caliente ( no ilustrada).

Alrededor de la periféria interior del 
recibiente 51, inmediatamente por debajo del juego primario de 
serpentines enfriadores 53, se monta una cubeta primaria 55 des­
tinada a recibir el condensado que se desagua del juego prima­
rio de serpentines enfriadores 53 y para descargar dicho conden- 
sado a la conducción 56 provista de válvula en comunicación con 
la parte inferior del recipiente 51.
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Alrededor de la periferia interior del 
recipiente 51, inmediatamente por debajo del juego secundario 
de serpentines enfriadores 54, se monta una cubeta secundaria 
57 destinada a recibir el condensado que se desagüe del juego 
secundario de serpentines enfriadores 54 y para descargar dicho 
condensado en la conducción 58 provista de válvula en comunica­
ción con la cubeta primaria 55.

Una mezcla de dos líquidos, elegidos se­
gún se describirá más adelante, se introduce en el recipiente 
51 basta un nivel indicado de un modo general por el número 59 
y se pone y mantiene en ebullición por medio del serpentín oslen 
tador 52.

Las proporciones de los líquidos primal- 
rio y secundario en la mezcla se eligirá y determinará por la 
geometría del recipiente 51, los lugares que ocupan los juegos 
primario y secundario de serpentines enfriadores 53 y 54, res­
pectivamente, en dicho recipiente 51, y . el espesor deseado de 
la capa de vapor secundario sobre el vapor primario. Específi­
camente, las proporciones de liquido primario y secundarior en 
la mezcla se eligen de forma que, en un punto de equilibrio des­
pués de iniciado el proceso según se ha descrito anteriormente, 
exista en el recipiente 51 una masa de vapor esencialmente prisa, 
rio caliente saturado, cuya parte superior se encontrará aproxi­
madamente al nivel indicado esquemáticamente por la linea ima­
ginaria 60 que se extiende a través del juego primario de ser­
pentines enfriadores 53; también existirá una masa de una mez­
cla de vapores primario y secundario que se extiende desde el ni 
vel indicado esquemáticamente por la linea imaginaria 60 hasta 
un nivel indicado esquemáticamente por la linea imaginaria 61; 
también existirá una masa de vapor esencialmente secundario aa-30
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tuzado que se extiende desde el nivel indicado esquemáticamente 
por la linea imaginaria 61 hasta un nivel indicado esquemática­
mente por la línea imaginaria 62 que se extiende a través del 
segundo juego de serpentines enfriadores 54.

El juego primario de serpentines enfria­
dores 53 se mantiene a una temperatura inferior a la temperatu­
ra de condensación del vapor primario (v.g, por debajo del pun­
to de ebullición del liquido primario), El juego secundario de 
serpentines enfriadores 54 se mantiene a una temperatura infério:? 
a la temperatura de condensación del vapor secundario ( v.g, por 
debajo del punto de ebullición del liquido secundario).

El condenando que desagüe de la super­
ficie del juego primario de serpentines enfriadores 53, esencial; - 
mente liquido primario, se recoge en la cubeta primaria 55 y se 
devuelve a la parte inferior del recipiente 51, por ensima del 
nivel del liquido 59 a través del conducto 56.

El condensado que desagüe de la super­
ficie de juego secundario de serpentines enfriadores 54, esen­
cialmente liquido secundario, se recoge en la cubeta secundaria 
57 y se devuelve por el conducto 50 a la oubeta primaria 55 en 
la que vuelve a hervir y se vuelve a evaporar como vapor secun­
dario a la parte superior del recipiente 51. La nueva ebullición 
se produce porque el condensado de liquido primario procedente 
del juego primario de serpentines enfriadores 53 está a una tem­
peratura superior a punto de ebullición del liquido secundario.

El vapor primario saturado caliente es 
más denso que el aire y ocupará la parte inferior del recipien­
te 51 por encima del liquido 59. El vapor secundario saturado 
es más denso que el aire pero más ligero que el vapor primario 
en las condiciones de funcionamiento, y ocupará la parte supe-
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rior del recipiente 51 por encima de la masa de vapor primario 
caliente saturado, hasta el nivel indicado esquemáticamente por 
la linea imaginaria 62.

Por lo tanto, se observará que en ningún 
momento se produce una zona interfacial entre la masa de vapor 
primario saturado y la atmósfera. Por el contrario, la masa de 
vapor secundario saturado actúa como barrera o tapa sobre la ma­
sa devapor primario saturado caliente y, por consiguiente, re­
duce o elimina prácticamente cualquier tendencia que pudiera te­
ner el vapor primario caliente saturado a escapar 8 la atmósfera 
Entonces se comprenderá que si el liquido primario es relativa*, 
mente más caro si se compara con el liquido secundario, la for­
mación de la masa de vapor secundario saturado sobra la masa de 
vapor primario caliente saturado, que actúa para reducir o eli­
minar prácticamente las pérdidas a la atmósfera de vapor primal- 
rio, reducirá considerablemente el costa da explotación da una 
instalación que incorpore fluidos condensables páre calentar 
artículos por condensación sobre los mismos. Lógicamente, se 
producirá alguna perdida de vapor secundario a la atmósfera a 
través de la zona interfaoial del vapor secundario y el aire. 
Cuando, según se ha indicado anteriormente, el liquido secunda­
rio. es más barato que el líquido primario, está perdida no cons­
tituirá una carga económica tan grave como la pérdida de vapor 
primario y, en algunas circustancias puede ser el ahorro muy 
importante. Para compensar las pérdidas de vapor secundario a 
la atmósfera, se conecta un depósito de compensación 63 que con­
tiene un abastecimiento 14 de liquido secundario para compensar 
a través del conducto 65 a la cubeta primaria 55. El liquido se­
cundario de compensación alimentado a la cubeta primaria 55 hier 
ve en la misma por el condensado de liquidó primario. El conduc-
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to 65 está provisto de una válvula 66 para regular el flujo de 
líquidos secundarios de condensación a la cubeta priaaria 55. La 
válvula 66 puede ser una válvula de regulación que funciona de 
una forma conocida para los expertos en la materia mediante sen­
sores que detectan una caída en la elevación de la parte supe­
rior de la masa de vapor secundario o mediante sensores que de­
tectan cambios en la concentración de vapor secundario en la 
parte superior del recipiente 51.

Se comprenderá que la modalidad de la 
figura 5 puede utilizarse, sin modificación, para efectuar fu­
sión de suelda sobre una placa. La placa con la capa de suelda 
que se ha de fundir se dá de fundente y simplemente se introdu­
ce a través de la capa de vapor secundario en el vapor primario 
caliente saturado y se mantiene hasta que se calienta por condeg 
sación de vapor primario, fundiéndose la capa de material de 
soldadura a la temperatura del vapor primario. Después, la picea 
con la suelda fundida sobre la misma se extraer del vapor pri­
mario a través de la capa de vapor secundario a la atmósfera y 
se deja enfriar a la temperatura del ambiente.

Se comprenderá además que la modalidad 
de la figura 5 se puede utilizar, sin otra modificación que la 
de elegir líquidos apropiados primario y secundario, para sol­
dadura fuerte, eligiéndose el liquido primerio con un punto de 
ebullición a presión atmósferica por lo menos igual, y preferi­
blemente superior, a la temperatura de soldadura fuerte. Lea 
piezas que se han de soldar se introducen a través de la capa 
de vapor secundario en el vapor primario caliente saturado y 
se mantienen hasta que se calientan por condensación sobre las 
mismas de vapor primario, produciéndose entonces la soldadura 
fuerte. Después, los objetos soldados se extraen del vapor pri-
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mario a través de la capa de vapor secundario aaoandolos a la at 
móafera donde se deja enfriar a la temperatura ambiente.

En la modalidad de la figura 6 , el reci­
piente 18 está provisto de conductos de entrada y salida 19 y 20 

en sus extremos apropiados. Los juegos primarios de serpentines 
enfriadores 21 y 22 están provistos en los conductos 19 y 20, 
respectivamente, según se ilustra, y reciben medio:refrigerante 
circulatorio desde una fuente no ilustrada. También se utilizan 
juegos secundarios de serpentines enfriadoras 23 y 24 en los 
conductos 19 y 20, respectivamente según se ilustra, recibien­
do también medio refrigerante desde una fuente no ilustrada, y 
se hacen funcionar a una temperatura por debajo de la de los 
juegos primarios de serpentines enfriadores 21 y 22. El disposi­
tivo transportador 25, destinado a transportar objetos 26 que 
se han de soldar con soldadura blanda, fusionar o con soldadura 
fuerte, se extiende a través del juego secundario de serpentines 
enfriadores 23 y el juego primario de serpentines enfriadores 21 

en el conducto de entrada 19 al interior del reoipiente 18 sa­
liendo a través del juego primario de serpentines enfriadores 22 

y el juego secundario de serpentines enfriadores 24 en el con­
ducto de salida 20. Se utilizan medios de transmisión, no ilus­
trados, para mover continuamente el dispositivo transportador 
25 introduciéndolo y sacándolo del recipiente 18 en la dirección 
indicada por laó flechas, y se utilizan medios clásicos de guia 
no ilustrados, para guiar al dispositivo transportador 25 an el 
trayecto deseado.

En el recipiente 18, por debajo de los 
juegos primarios de serpentines enfriadores 21 y 22, se montan
cubetas primarias anulares 27 y 28, respectivamente destinadas 
a recibir el condensado de desagüe de loa juegos primarios de
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serpentines enfriadores 21 y 22 y para descargar dicho conden­
sa do en conducciones 29 y 30 provistos de válvulas, respectiva­
mente, en comunicación con la parte inferior del recipiente 16.

Alrededor de las periferias interiores 
de los conductos de entrada y salida 19 y 20, por debajo de los 
juegos sencundarios de serpentines enfriadores 23 y 24, se mon** 
tan cubetas secundarias 31 y 32, respectivamente, destinadas a 
recibir el condensado que desagüe de dichos juegos secundarios 
de serpentines enfriadores 23 y 24, y para descargar dicho con­
densado en conducciones 33 y 34 provistas de válvula que se co­
munican, respectivamente, con las cubetas primarias 27 y 28.

La modalidad de la figura 6, es parti­
cularmente idónea para operaciones de soldadura blanda, refluida, 
rápidas, en cadena sobre una cadena en continuo movimiento de 
placas de circuito impreso o similares.

La modalidad de la figura 7, que es par­
ticularmente idónea para operaciones de soldadura blanda por 
ondas en cadena sobre una linea en continuo movimiento de pla­
cas de circuito impreso o similar, es semejante a la de la fi­
gura 6, con la adición de una pared o rebosadero 45 que limita 
a una onda o manantial de suelda generada de una forma normal 
según se indica esquemáticamente. Se describen ejemplos de ondas 
o manantiales de suelda en la patente EE. UU. 3-536.243 (1970) 
de Higgins, patente EE. UU. 3.612.386 (1971) de Wegener y paten­
te EE. UU. 3.726.465 (1973) de Boynton. Se comprenderá que en 
una onda o manantial de suelda, la onda 46 de suelda fundida se 
proyecta en sentido ascendente más allá de la estructura adyacen 
te según se indica esquemáticamente en la figura 7-

En la practica de la modalidad de la 
figura?.7, una onda 46 se suelda fundida se establece y mantiene-
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preferiblemente a una temperatura superior al punto de ebulli- 
oi6n cLel liquido primario que, a su vez, ea preferiblemente supg. 
rior al punto de fusí6n del material de soldadura empleando en 
la operación. El dispositivo transportador 25 se mueve en la di­
rección indicada por las flechas y los objetos 26 que se han de 
soldar por ondas se colocan sobre el mismo. Cada objeto 26 pe­
netra en el recipiente 18 a través del conducto de entrada 19 
a la temperatura del ambiente, pasando a través de la capa o ma­
sa protectora del vapor secundario al interior del vapor prima­
rio saturado caliente, y entonces se precalienta por el calor 
latente de evaporación del vapor primario que se condensa a una 
temperatura superior al punto de fusión de la suelda empleada 
en está operación. Este precalentamiento hace que cualquier capa 
de suelda sobre el objeto 26 s*e funda para efectuar la fusión 
del material de soldadura deseable. El objeto precalentado 26 
penetra entonces en la onda 46 de suelda fundida y se suelda por 
la misma. Se observará que la onda o manantial de auelda 46 ae 
emplea para dar al objeto 26 material de soldadura fundido y no 
calor, con lo cual se pueden controlar mejor el proceao, por­
que las operaciones de calentamiento y soldadura son operaciones 
separadas. Después que el objeto 26 salte de la onde 46 y ae 
encuentra todavía dentro de la masa de vapor primario saturado 
caliente, la suelda sobre el mismo, incluyendo la abastecida por 
la onda de suelda o manantial 46, permanece fundida y por lo tan 
to puede fluir debido a la influencia de la tensión superficial 
reduciendo al mimimo de este modo los defectos de soldadura. El 
objeto 26 se saca del recipiente 18 separándolo de la masa de 
vapor primario saturado caliente a travéa de la capa protectora 
o masa de vapor secundario en el conducto de salida 20 a la at­
mósfera, después de lo cual se enfria a la temperatura del em-
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biente congelándose y solidificándose la soldadura sobre el ar­
ticulo.

Como variante, el líquido primario nodri^ 
elegirse con un punto de ebullición inferior al punto de ebulli­
ción de la suelda empleada en la operación. En la práctica de 
la modalidad de la figura 7, con dicho liquido primario, el ob­
jeto 26 de precalentaria por condensación de vapor primario y 
después se calentaría masa a la temperatura deseada por la onda 
de suelda 46 en la que tiene lugar la soldadura por onda.

Se verá en las figuras 5-7$ que las ope­
raciones descritas se realizan, en las modalidades preferidas en 
sistemas abiertos a la atmósfera y que no existe zona interfa­
cial entre la masa de vapor primario caliente saturado y la at­
mósfera debido a la capa protectora de vapor secundario que flo­
ta sobre el vapor primario caliente saturado manteniendo una re­
lación de interposición entre dicho vapor primario y la atmósfe­
ra, por lo que las pérdidas de vapor primario a la atmósfera se 
reducen o se eliminan prácticamente.

Descrita suficientemente la naturaleza 
del invento, asi como la manera de realizarlo en la práctica, 
debe hacerse constar que las disposiciones anteriormente indi­
cadas son susceptibles de modificaciones de detalle en cuanto 
no alteren su principio fundamental.
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REIVINDICACIONES

la.- Perfeccionamientos en aparatos pa­
ra realizar operaciones de soldadura sobre objetos, del tipo que 
sirva para calentar un objeto a una temperatura elevada, y com­
prenden un recipiente abierto a la atmósfera y destinado a con­
tener un liquido primario que tiene un punto de ebullición por 
lo menos igual a la temperatura elevada; medios de calentamien­
to adyacentes al extremo inferior del recipiente y destinados 
a hacer hervir liquido primario para producir vapor primario 
del mismo, caracterizados porque se disponen medios primarios 
de condensación a una primera altura por encima del fondo del 
recipiente y destinados a condensar vapor primario convirtien- 
dolo en liquido primario a la primera altura; medios colectores 
de condensado primario asociados con los medios de condensación 
primarios y destinados a recoger vapor primario condensado de 
los mismos, un primer conducto en comunicación entre los medios 
colectores de condensado primario y la parte inferior del reci­
piente y destinados a transportar vapor primario condensado des­
de los medios calentores de condensado primario hasta la parte 
inferior del recipiente; medios para establecer una masa de va­
por secundario en el recipiente por encima del vapor primario; 
medios de condensación secundarios a una segunda altura por en­
cima de la primera altura y destinados a condensar vapor secun­
dario convirtiendolo en liquido secundario a la segunda altura 
medios colectores de condensado secundario asociados con los me­
dios de condensación secundarios destinados a recoger vapor se­
cundario condensado de los mismos; un segundo conducto en co­
municación entre los medios colectores condensados secundarios 
y los medios colectores de condensado primario y destinados a 
transportar vapor secundario condensado de los segundos medios
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colectores de condensado secundario a los medios colectores de 
condensado primario.

23.- Perfeccionamientos según la reivin­
dicación 1, caracterizados porque se dispone un depósito de abas 
tecimiento de liquido secundario destinado a contener liquido . 
secundario; un tercer conducto en comunicación entre el depósi­
to de abastecimiento de liquido secundario y los medios colec­
tores de condensado primario y destinado a transportar liquido 
secundario desde el depósito de abastecimiento de liquido secun­
dario hasta los medios colectores de condensado primario.

3a.- Perfeccionamientos según la reivin­
dicación 2, caracterizados porque se disponen medios de válvula 
montados en el tercer conducto y destinados a regular el flujo 
de líquido secundario desde el depósito de abastecimiento de 
liquido secundario a través del tercer conducto al interior de 
los medios colectores de condensado primario en respuesta a la 
cantidad de vapor secundario existente en el recipiente.

45.- Perfeccionamientos en aparatos pa­
ra realizar operaciones de soldadura sobre objetos, tal y como 
queda sustancialmente descrita en la presente memoria e ilus­
trado en los dibujos adjuntos.

Esta memoria consta de 20 hojas a máqui­
na por una sola cara.

Madrid,
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